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(54)  Verfahren  zum  Kühlen  von  heissverpressten  Platten,  insbesondere  Holzspan-  und 
Faserplatten  und  Anlage  zur  Verfahrensdurchführung 

(57)  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Verfahren  zum  Kühlen  von  heißverpressten  Platten  zu 
schaffen  und  eine  Anlage  zur  Verfahrensdurchführung 
vorzuschlagen,  mit  dem/der  eine  erhebliche  Verkürzung 
der  Platten-Kühldauer  erreicht  wird. 
Gemäß  der  Erfindung  wird  die  Aufgabe  dadurch  gelöst, 
daß  die  heißverpressten  Platten  in  einem  ersten 
Arbeitsschritt  mittels  Wasser  innerhalb  einer  ersten 
Periode  ti  von  einer  Oberflächentemperatur,  die  mehr 

als  100  °C  beträgt,  intensiv  auf  etwa  100  °C  abgekühlt 
werden  und  daß  in  einem  zweiten  Arbeitsschritt  die 
Plattenoberfläche  mittels  Luft  innerhalb  einer  zweiten 
Periode  t2  auf  unter  60  °C  abgekühlt  wird  und  wobei 
bereits  während  des  ersten  Arbeitsschrittes  oder  zwi- 
schen  dem  ersten  und  dem  zweiten  Arbeitsschritt  die 
Rekonditionierung  der  Platten  eingeleitet  wird. 
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Beschreibung 

[0001  ]  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Kühlen 
von  heißverpressten  Platten,  insbesondere  Holzspan- 
und  Faserplatten  und  eine  Kühlstrecke  zur  Verfahrens-  5 
durchführung  nach  den  Merkmalen  des  Oberbegriffs 
der  Ansprüche  1  und  14. 
[0002]  Faser-  und/oder  Holzspanplatten  werden  nach 
dem  Stand  der  Technik  aus  den  verschiedensten  Mate- 
rialzusammensetzungen  gefertigt,  z.B.  aus  Holzspä-  10 
nen,  wie  man  sie  z.B.  als  Oriented  Strand  Board  (OSB) 
und  Medium  Density  Fiber  Board  (MDF)  oder  ähnliche 
auf  dem  Markt  kennt. 
Die  Fasern  oder  Späne  werden,  mit  Bindemittel  ver- 
mengt,  als  formbare  Masse  dem  Former  zugeführt  und  is 
nachfolgend  in  einer  beheizten  Presse  verpresst. 
In  einer  bestimmten  Presszeit  wird  unter  relativ  hohen 
Temperaturen  die  geformte  Materialzusammensetzung 
kontinuierlich  oder  diskontinuierlich  zu  Platten  oder 
Endlosband  heißverpresst.  Daraufhin  wird  das  Material  20 
entladen  oder  einer  Säge  zugeführt,  die  Ränder  der 
Platten  besäumt  und  z.B.  über  einen  Rollengang  Stern- 
rädern  oder  Wendern  zugeführt. 
Von  den  Wendern  gelangen  die  Platten  über  einen 
zweiten  Rollengang  zu  einem  Stapler  und  anschließend  25 
in  ein  Zwischenlager. 
[0003]  Nach  dem  Heißverpressen  der  Platten  besitzt 
deren  Oberfläche  eine  Temperatur  von  über  100  °C. 
[0004]  Ein  Kühlen  dieses  Materials  ist  demnach 
wegen  Handling,  Qualität  usw.  nach  dem  Pressen  erfor-  30 
derlich.  Das  Kühlen  beginnt  bereits  beim  Besäumen  der 
Platten.  Es  wird  fortgesetzt  beim  Transport  zu  soge- 
nannten  Sternrädern  oder  Wendern.  Dabei  verlassen 
die  Platten  je  nach  Plattendicke  den  Kühlprozeß  bei 
einer  Plattentemperatur  von  etwa  60  bis  80  °C.  Das  35 
Kühlmedium  ist  Luft,  die  dabei  gezielt  oder  ungezielt 
Wärme  von  der  Plattenoberfläche  abführt.  Dieser  Kühl- 
prozeß  nimmt,  je  nach  Stärke  der  Platte,  eine  relativ 
lange  Zeitdauer  in  Anspruch.  In  der  Regel  kühlen  die 
Platten,  nachdem  diese  die  Anlage  bei  einer  Tempera-  40 
tur  zwischen  60  °C  und  80  °C  (mittlere  Plattentempera- 
tur)  verlassen,  von  selbst  durch  Zwischenlagerung  auf 
Normaltemperatur  ab. 
Das  Abkühlen  kann  dabei  mehrere  Tage  in  Anspruch 
nehmen.  45 
Die  relativ  lange  Kühldauer  erfordert  entsprechende 
Lagerkapazität,  auf  die  man  aus  Kostengründen  ver- 
zichten  möchte. 
Ebenso  ist  die  Länge  der  Anlage,  die  zwischen  der 
Heißpresse  und  dem  letzten  Sternrad  bis  zu  80  Metern  so 
betragen  kann,  ein  weiterer  nachteiliger  Kostenfaktor. 
[0005]  Ferner  ist  unter  dem  Gesichtspunkt  der  Ver- 
meidung  von  Umweltbelastungen  von  erheblichem 
Nachteil,  daß  während  der  Zeitdauer,  die  zu  einer  Tem- 
peraturabsenkung  an  der  Plattenoberfläche  auf  etwa  55 
100  °C  erforderlich  ist,  erhebliche  Menge  an  flüchtiger 
Bindemitteldämpfe,  wie  Formaldehyd-  und  Harnstoff- 
dampf,  sowie  Stäube  freigesetzt  werden,  die  in  die 
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Atmosphäre  gelangen,  wenn  sie  nicht  zuvor  entsorgt 
werden. 
Die  Entsorgung  der  schädlichen  Bindemitteldämpfe  und 
Stäube  ist  kostenaufwendig. 
[0006]  Des  weiteren  wird  in  der  Praxis  das  nicht 
gleichmäßige  Abführen  der  Oberflächentemperatur  auf 
dem  Wege  von  der  Plattenpresse  zu  den  Sternrädern 
und  in  den  Sternrädern  selbst  als  nachteilig  empfunden, 
weil  dies  zu  Plattenwölbungen  führt,  die  einen  erhebli- 
chen  Nachbearbeitungsaufwand,  z.B.  beim  Schleifen 
oder  Kaschieren  zur  Folge  haben. 
[0007]  Zusammenfassend  besitzen  die  bekannten 
Lösungen  folgende  Nachteile: 

a)  zu  lange  Kühlzeit  der  Platten, 

b)  erhebliche  Belastung  der  Abluft  durch  Nachver- 
dampfung  der  Bindemittel  und  durch  Prozeßstaub, 

c)  kein  gleichmäßiges  Abführen  der  Oberflächen- 
wärme  von  den  Platten. 

[0008]  Vor  diesem  Hintergrund  ist  es  Aufgabe  der 
Erfindung,  ein  Verfahren  zum  Kühlen  von  heißverpres- 
sten  Platten  zu  schaffen  und  eine  Anlage  zur  Verfah- 
rensdurchführung  vorzuschlagen,  mit  dem/der  die 
Nachteile  des  Standes  der  Technik  vermieden  werden. 
[0009]  Die  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  die 
Merkmale  der  Patentansprüche  1  und  14  gelöst. 
[0010]  Erfindungswesentlich  ist  danach,  daß  die 
Oberfläche  der  Platten  in  einem  ersten  Verfahrens- 
schritt  von  einer  Temperatur,  die  mehr  als  100  °C 
beträgt,  auf  eine  Temperatur  von  etwa  100  °C  durch 
direkte  Kühlung  der  Plattenoberfläche  mittels  Wasser 
abgekühlt  wird. 
Dadurch  wird  die  Gesamtkühldauer  der  Platten  erheb- 
lich  verkürzt  und  die  Kühlstrecke  in  ihrer  Länge  bedeu- 
tend  minimiert. 
Die  Kühlung  der  Plattenoberfläche  kann  dabei  auf 
unterschiedliche  Weise  erfolgen,  nämlich  durch  Auf- 
sprühen  von  Kühlwasser  auf  die  Oberfläche,  durch  ein 
Wasserbad  .durch  ein  auf  ein  Walzenpaar  aufgebrach- 
tes  Kühlmittel  oder  durch  indirekte  Kühlung  z.B.  mittels 
gekühlten,  umlaufenden  Metallbändern. 
[0011]  In  weiterer  Verbesserung  der  erfindungs- 
gemäßen  Lösung,  insbesondere  im  Hinblick  auf  die 
Rekonditionierung  der  Platten,  wird  zwischen  dem 
Ende  des  ersten  Verfahrensschrittes  und  dem  Ende  des 
zweiten  Verfahrensschrittes  ein  weitererVerfahrens- 
schritt  eingefügt.  In  diesem  Verfahrensschritt  werden 
die  Platten  einem  innerhalb  der  Periode  ti  des  ersten 
Verfahrensschrittes  entstehenden  Gemisch  aus  gesät- 
tigtem  Wasserdampf  und  flüchtigem  Bindemittel  wäh- 
rend  einer  Periode  t3  ausgesetzt.  Von  Vorteil  ist,  wenn 
die  Rekonditionierung  der  Platten  bereits  während  des 
ersten  Verfahrensschrittes  eingeleitet  wird,  d.h.  das 
Gemisch  wird  wahrend  des  ersten  Verfahrensschrittes 
nicht  abgesaugt,  sondern  die  Platten  bleiben  diesem  für 
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eine  Periode  t3  ausgesetzt. 
Die  Dauer  der  Periode  t3  steht  dabei  in  Abhängigkeit  zur 
Dicke  s  der  Platten.  In  jedem  Falle  ist  die  Periode  t3  kür- 
zer  als  die  Periode  t2. 
[001  2]  In  dem  zweiten  Verfahrensschritt  wird  die  Plat- 
tenoberfläche  auf  eine  Temperatur  von  weniger  als  70 
°C  abgekühlt. 
Das  Abkühlen  erfolgt  hier  durch  ein  der  Wasser-Inten- 
sivkühlung  nachfolgendes  Kühlen  mittels  Luftdüsen. 
Das  intensive  Abkühlen  mit  Wasser  hat  den  Vorteil,  daß 
nach  einer  relativ  kurzen  Zeitdauer  die  Nachverdamp- 
fung  des  Bindemittels,  die  in  den  Grenzen  von  etwa  160 
°C  bis  100  °C  liegt,  nahezu  abgeschlossen  ist. 
[0013]  Gleichzeitig  wird  während  dieser  Zeitdauer 
eine  erhebliche  Menge  Prozeßstaub  durch  das  Wasser 
gebunden. 
Des  weiteren  wird  mit  der  erfindungsgemäßen  Lösung 
eine  hohe  Gleichmäßigkeit  im  Abführen  der  Platten- 
wärme  dadurch  möglich,  indem  im  zweiten  Verfahrens- 
schritt  Luft  als  Kühlmedium  gezielt  auf  die  Oberfläche 
der  Platten  geblasen  wird  und  zwar  mit  über  die  Breite 
der  Platten  angeordneter  Blasdüsen. 
[0014]  Die  den  zweiten  Verfahrensschritt  ausführende 
Kühleinrichtung  kann  im  Interesse  der  Verkürzung  der 
Gesamtanlage  z.B.  als  Mehretagen-Kühleinrichtung 
ausgebildet  sein.  Dabei  kann  die  zweite  Kühleinrichtung 
mit  Mitteln  ausgerüstet  sein,  die  die  Kühlluft  entweder 
direkt  aus  der  Atmosphäre  oder  aus  Kühlluftaggregaten 
oder  indirekt  über  einen  oder  mehrere  Wärmetauscher 
den  zu  kühlenden  Platten  zuführen. 
[0015]  Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  von 
Ausführungsbeispielen  näher  erläutert. 
[0016]  In  den  Zeichnungen  zeigen: 

Figur  1  eine  schematische  Darstellung  der  ersten 
Kühleinrichtung,  als  Wassersprühdüsenan- 
ordnung  ausgebildet,  und  der  zweiten  Kühl- 
einrichtung  als  Luftdüsenanordnung 
ausgebildet, 

Figur  2  eine  schematische  Darstellung  der  ersten 
Kühleinrichtung,  als  Wasserbad  ausgebil- 
det, 

Figur  3  eine  schematische  Darstellung  der  ersten 
Kühleinrichtung  mit  einer  Kühlwalzenanord- 
nung, 

Figur  4  eine  schematische  Darstellung  der  ersten 
Kühleinrichtung  als  Kühlbandanordnung 
ausgebildet, 

Figur  5  eine  schematische  Darstellung  der  zweiten 
Kühleinrichtung  mit  Wärmetauscher  oder 
Kühlluftventilator, 

Figur  6  ein  Kühlzeitdiagramm  mit  Darstellung  der 
Abhängigkeit  von  Plattenstärke  und  Tempe- 

ratur. 

[0017]  Ein  aus  z.B.  Holzspänen  und  Bindemittel 
bestehendes  Gemisch  wird  einer  Plattenpresse  2  konti- 

5  nuierlich  oder  diskontinuierlich  durch  bekannte  Einrich- 
tungen  zugeführt  und  in  Form  einzelner  Platten  1  oder 
eines  flachen  bahnähnlichen  Stranges  einem  der 
Presse  2  unmittelbar  nachgeordneten  Transportmittel, 
z.B.  einem  Rollengang,  in  einer  vorgesehenen  Trans- 

10  portebene  6  aufgeladen. 
Die  heißverpressten  Platten  1,  die  z.B.  eine  Dicke  von 
etwa  5  mm  bis  16  mm  und  darüber  hinaus  besitzen  kön- 
nen,  verlassen  die  Presse  2  bei  einer  Temperatur  (T-|  ) 
an  der  Oberfläche  der  Platten  1  von  mehr  als  100  °C. 

15  Zum  Verkürzen  der  aus  dem  Stand  dert  Technik 
bekannten  relativ  langen  Kühldauer,  ist  erfindungsge- 
mäß  vorgesehen,  daß  die  Platten  1  nach  dem  Heißver- 
pressen  auf  dem  Transportmittel  6  eine  Kühlstrecke  4 
durchlaufen,  die  aus  einer  separaten  sogenannten 

20  Intensivkühleinrichtung  4a  und  aus  einer  separaten 
weniger  intensiv  kühlenden  Kühleinrichtung  4b  besteht. 
Die  erste  Kühleinrichtung  4a  ist  gemäß  der  Figuren  1 
bis  5  von  einer  Kühlkammer  umschlossen,  die  einen 
Eingang  4a'  und  einen  Ausgang  4a"  für  die  Platten  1 

25  besitzt.  Die  Kühlkammer  wird  von  dem  vorgenannten 
Transportmittel  3  durchlaufen,  das  etwa  in  der  Mitte  der 
Kühlstrecke  4  positioniert  ist  und  die  Transportebene  6 
für  die  Platten  1  bildet. 
Die  Kühleinrichtung  besteht  aus  unterhalb  und  oberhalb 

30  der  Transportebene  6  und  über  die  innere  Breite  und 
Länge  der  Kühlkammer  angeordneten  Reihen  von  Was- 
ser-Sprühdüsen  7,  deren  Sprührichtung  auf  die  Ober- 
fläche  der  Platten  1  gerichtet  ist. 
Das  Kühlwasser  tritt  dabei,  je  nach  erforderlicher  Kühl- 

35  leistung,  unter  einem  bestimmten  Druck  p  aus  den 
Sprühdüsen  aus  und  kühlt,  unter  Bildung  eines  Dampf- 
gemisches  aus  Wasser  und  flüchtigem  Bindemittel,  die 
Plattenoberfläche. 
[0018]  In  einer  vorzugsweise  zwischen  der  ersten 

40  Kühleinrichtung  4a  und  der  zweiten  Kühleinrichtung  4b 
integrierten  Rekonditionierungszone,  in  die  das  in  der 
ersten  Kühleinrichtung  4a  entstehende  Dampfgemisch 
geleitet  wird,  werden  die  Platten  einem  Rekonditionie- 
rungsprozeß  ausgesetzt,  dessen  Dauer  geringer  ist,  als 

45  der  Kühlprozeß  der  Platten  in  der  zweiten  Kühleinrich- 
tung  4b. 
Als  zweckmäßig  sollte  es  sich  beim  Verfahrensablauf 
erweisen,  wenn  das  Dampfgemisch  bereits  innerhalb 
des  Intensivkühlprozesses  auf  die  Platten  wirkt,  also 

so  nicht  sofort  aus  der  Kühleinrichtung  4a  geleitet  wird. 
[001  9]  Nach  dem  Rekonditionierungsprozeß  wird  das 
Dampfgemisch  mittels  bekannter  Vorkehrungen,  unter 
Passieren  hier  nicht  dargestellter  Mittel  zum  Entziehen 
z.B.  toxischer  Bestandteile,  aus  der  Kühlkammer  gelei- 

55  tet. 
Am  Ausgang  4a"  der  Kühleinrichtung  4a  ist  wenigstens 
eine  Temperaturmesseinrichtung  5  zum  Erfassen  der 
Oberflächentemperatur  der  Platten  1  angeordnet,  um 
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hierüber  gegebenenfalls  eine  Regelung  dieses  oder 
des  nachfolgenden  Kühlprozesses,  insbesondere  im 
Hinblick  auf  den  Kühlmittelverbrauch  und  die  Durchlauf- 
geschwindigkeit  der  Platten  1  ,  vorzunehmen. 
Die  zweite  Kühleinrichtung  4b  wird,  wie  die  erste  Kühl- 
einrichtung  4a,  gemäß  der  Figuren  1  bis  5  ebenfalls  von 
einer  Kühlkammer  mit  einem  Eingang  4b'  und  einem 
Ausgang  4b"  umschlossen. 
Die  Kühleinrichtung  4b  besteht  aus  Reihen  von  Luftdü- 
senanordnungen  12,  13,  die  unterhalb  und  oberhalb  der 
Transportebene  6  und  über  die  innere  Breite  und  Länge 
der  Kühlkammer  installiert  sind. 
Die  Düsenausgänge  der  Luftdüsen  sind  auf  die  Platten- 
oberfläche  gerichtet. 
Die  Luftdüsenanordnungen  12,13  stehen,  wie  an  sich 
bekannt,  mit  hier  nicht  dargestellten  Umluftventilatoren 
in  Verbindung,  die,  wenn  erforderlich,  in  ihrer  Drehzahl 
geregelt  werden  können. 
[0020]  In  Figur  2  ist  die  erste  Kühleinrichtung  4a  in  Art 
eines  Wasserbades  8  ausgebildet,  dessen  Wasserspie- 
gel  8a  oberhalb  der  Transportebene  6  liegt. 
Der  Eingang  4a'  und  der  Ausgang  4a"  der  Kühleinrich- 
tung  4a  ist  durch  geeignete  Mittel  16  gegen  Verlust  des 
Kühlwassers  abgedichtet. 
Die  Intensivkühlung  der  Platten  1  wird  also  hier  dadurch 
erreicht,  daß  die  aus  der  Presse  2  kommenden  Platten 
1  von  einem  geeigneten  Transportmittel  3  durch  die  Mit- 
tel  1  6  in  ein  Wasserbad  8  hinein  und  aus  dem  Wasser- 
bad  heraus  transportiert  werden. 
[0021]  Der  ersten  Kühleinrichtung  4a  ist  eine  zweite 
Kühleinrichtung  4b  nachgeordnet,  deren  Ausstattung 
und  Funktionsweise  der  in  Figur  1  dargestellten  Einrich- 
tung  entspricht. 
[0022]  In  Figur  3  besteht  die  erste  Kühleinrichtung  4a 
aus  wenigstens  einem  in  der  Kühlkammer  angeordne- 
ten  Kühlwalzenpaar  9. 
Die  unterhalb  der  Transportebene  6  angeordnete  Kühl- 
walze  9a  ist  rotierend  in  einem  Kühlmedium  beinhalten- 
den  Behälter  17  aufgenommen. 
[0023]  Achsparallel  zur  Kühlwalze  9a  ist  oberhalb  der 
Transportebene  6  eine  Kühlwalze  9b  vorhanden,  die 
von  wenigstens  einer  Reihe  von  Sprühdüsen  7  mit  Kühl- 
mittel  besprüht  wird. 
Die  Platten  1  durchlaufen  hier  einen  zwischen  dem  Wal- 
zenpaar  9  vorhandenen  oder  bildbaren  Walzenspalt  9c 
und  erfahren  dadurch  eine  hinreichende  Kühlung.  Der 
aus  der  Kühlwalzenanordnung  9  bestehenden  Kühlein- 
richtung  4a  ist  eine  Kühleinrichtung  4b  gemäß  der  Figu- 
ren  1  und  2  nachgeordnet. 
[0024]  Figur  4  zeigt  die  erste  Kühleinrichtung  4a, 
bestehend  aus  einem  ober-  und  unterhalb  der  Trans- 
portebene  6  angeordneten  und  umlaufenden  Endlos- 
metallband  10,11,  wobei  zwischen  Trumms  10a  und 
11a  des  jeweiligen  Bandes  10,11  eine  oder  mehrere 
von  Kühlmittel  durchflossene  Kühltaschen  10b,11b 
angeordnet  sind. 
Ein  Temperaturaustausch  wird  hier  also  einerseits  zwi- 
schen  den  umlaufenden  Metallbändern  10,11  und  der 

Oberfläche  der  Platten  1  und  andererseits  zwischen 
den  umlaufenden  Metallbändern  10,11  und  den  Kühlta- 
schen  1  0b,  11b  erreicht. 
Der  aus  den  Endlosmetallbändern  10,1  1  und  aus  Kühl- 

5  taschen  1  0b,  11b  bestehenden  Kühleinrichtung  4a  ist 
eine  Kühleinrichtung  4b  gemäß  der  Figuren  1  bis  3 
nachgeordnet. 
[0025]  In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  kann 
die  zweite  Kühleinrichtung  4b  mehretagig  ausgebildet 

10  sein,  d.h.  jede  Etage  entspricht  dabei  in  ihrem  struktu- 
rellen  Aufbau  einer  Einrichtung,  wie  sie  in  Figur  1  darge- 
stellt  ist. 
Die  Ausbildung  der  zweiten  Kühleinrichtung  4b  kann 
aber  auch,  wie  Figur  5  zeigt,  darin  bestehen,  daß  die 

15  Kühlkammer  mit  wenigstens  einem  externen  Kühlluft- 
ventilator  14  in  Verbindung  steht,  der  Kühlluft  der  Kühl- 
einrichtung  4b  direkt  zuführt  oder  daß  wenigstens  ein 
Wärmetauscher  15  zum  indirekten  Kühlen  der  in  der 
Kühleinrichtung  4b  zirculierenden  Umluft  vorgesehen 

20  ist.  Die  Kühleinrichtung  4b  kann  aber  auch  Kühlluft 
direkt  aus  der  Atmosphäre  ansaugen,  d.h.  ohne  Inan- 
spruchnahme  eines  Kühlluftventilators  14  oder  eines 
Wärmetauschers  1  5. 
[0026]  Von  Vorteil  im  Hinblick  auf  die  Verkürzung  der 

25  Baulänge  der  Anlage  ist,  daß  die  Kühlstrecke  4  aus 
einer  einzigen  mittels  Wasser  und/oder  Kühlluft  betrie- 
benen  Kühleinrichtung  bestehen  kann. 
[0027]  Auch  kann  z.B.  die  zweite  Kühleinrichtung  4b 
so  ausgeführt  sein,  daß  sie  imstande  ist,  zwei  oder 

30  mehrere  Platten  nebeneinander  zu  transportieren  und 
zu  kühlen. 
[0028]  In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  kann 
vorgesehen  sein,  daß  das  heißverpresste  Material  die 
Presse  2  anstelle  als  Platten  1  als  kontinuierlich  geför- 

35  dertes  Band  verläßt  und  das  Band  entweder  vor  dem 
Wasser-Intensivkühlen  oder  nach  diesem  Kühlen  zu 
Platten  1  geschnitten  wird. 
[0029]  In  dem  mit  Figur  6  dargestellten  Kühlzeitdia- 
gramm  ist  auf  der  Ordinate  die  Temperatur  (T)  in  °C  und 

40  auf  der  Abszisse  die  Kühlzeit  (t)  in  min.  der  Kühleinrich- 
tung  4b  aufgetragen. 
Die  Dicke  (s)  der  Platten  1  ist  dem  Verlauf  der  betreffen- 
den  Kurve  zugeordnet. 
Das  Diagramm  ist  dabei  gültig  für  den  Kühlzeitverlauf 

45  der  Platten  1  unter  der  Annahme  bestimmter  physikali- 
scher  Parameter,  wie  z.B.  Wärmeübergangszahl  a, 
spezifische  Wärme  cp,  Wärmeleitzahl  X,  spezifisches 
Gewicht  y  und  Kühllufttemperatur  in  °C,  beginnend  mit 
einer  durchschnittlichen  Plattentemperatur  von  etwa 

so  100  °C. 
Das  Diagramm  repräsentiert  also  den  zweiten  Arbeits- 
schritt  des  erfindungsgemäßen  Arbeitsverfahrens. 
Der  Kühlzeitverlauf  während  des  erstens  Arbeitsschrit- 
tes,  nämlich  während  der  Intensivkühlung  der  Platten  1  , 

55  von  Ti   ̂ 1  00  °C  auf  eine  Temperatur  T2  von  etwa  1  00 
°C  ist  dem  Diagramm  nicht  entnehmbar. 
In  dem  zweiten  Arbeitsschritt  wird  die  Platte  1  mit  einer 
Temperatur  T2  von  ca.  100  0  C  einer  Kühlluft  ausge- 
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setzt. 
[0030]  In  diesem  Arbetisschritt  werden  die  Platten  von 
z.B.  16  mm  Dicke,  siehe  Kurve  18  gem.  Figur  6,  inner- 
halb  einer  Zeit  t2  von  etwa  8  min.  auf  eine  Temperatur 
T3  von  30  °C  abgesenkt. 
[0031]  Aus  dem  Kühlzeitdiagramm  gem.  Figur  6  wird 
deutlich,  daß  im  Vergleich  zum  Stand  der  Technik  die 
erfindungsgemäße  Lösung  auf  eine  enorme  Verkür- 
zung  der  Kühlzeit  bei  den  angegebenen  Plattendicken 
abstellt. 

ZEICHUNGS-LEGENDE 

[0032] 

01  Platte 
02  Plattenpresse 
03  Transportmittel 
04  Kiihlstrecke 
04a  Kiihleinrichtung 
04a'  Eingang 
04a"  Ausgang 
04b  Kiihleinrichtung 
04b'  Eingang 
04b"  Ausgang 
05  Temperaturmesseinrichtung 
06  Transportebene 
07  Wasserspriihdiise 
08  Wasserbad 
08a  Wasserspiegel 
09  Kiihlwalzenpaar 
09a  KLihlwalze 
09b  KLihlwalze 
10  Endlosmetallband 
1  0a  Trumm 
10b  Kiihltasche 
1  1  Endlosmetallband 
1  1  a  Trumm 
11b  Kiihltasche 
12  Luftdiisenanordnung 
13  Luftdiisenanordnung 
14  Kiihlluftventilator 
1  5  Warmetauscher 
16  Mittel 
1  7  Behalter 
18  Kurve 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Kühlen  von  heißverpressten  Plat- 
ten,  insbesondere  Holzspanplatten  und  Faserplat- 
ten,  wonach  die  Platten  nach  dem  Heißverpressen 
schrittweise  aus  einer  Oberflächentemperatur  von 
Ti  mehr  als  100  °C  auf  eine  Oberflächentemperatur 
T2  von  weniger  als  70  °C  abgekühlt  werden, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  einem  ersten 
Arbeitsschritt  die  Plattenoberfläche  mittels  Wasser 
innerhalb  einer  ersten  Periode  ti  intensiv  auf  etwa 

eine  Temperatur  Tr  von  etwa  100  °C  abgekühlt 
wird,  daß  in  einem  zweiten  Arbeitsschritt  die  Plat- 
tenoberfläche  mittels  Luft  innerhalb  einer  zweiten 
Periode  t2  auf  die  Oberflächentemperatur  T2  von 

5  unter  60  °C  abgekühlt  wird  und  daß  die  Platten  in 
einem  dritten  Arbeitsschritt  während  einer  Periode 
t3  einem  innerhalb  der  Periode  ti  entstehenden 
Gemisch  aus  gesättigtem  Wasserdampf  und  flüch- 
tigem  Bindemittel  zum  wenigstens  teilweisen 

10  Rekonditionieren  ausgesetzt  werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Platten  bereits  innerhalb  der 
Periode  t-|  dem  Gemisch  aus  gesättigtem  Wasser- 

15  dampf  und  flüchtigem  Bindemittel  ausgesetzt  wer- 
den. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Dauer  der  Periode  t3  zum  Rekon- 

20  ditionieren  der  Platten  in  Abhängigkeit  von  der 
Plattendicke  s  steht  und  kürzer  ist,  als  die  Periode 
t2- 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
25  zeichnet,  daß  das  Wasser  auf  die  Plattenoberflä- 

che  aufgesprüht  wird. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Platten  durch  ein  Wasserbad 

30  transportiert  werden. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Platten  durch  wenigstens  ein  mit 
Kühlmedium  benetztes  Walzenpaar  geführt  wer- 

35  den. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Periode  t-|  weniger  als  5  Minuten 
beträgt. 

40 
8.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Periode  t2  in  Abhängigkeit  von 
der  Plattendicke  s  und  einer  Endtemperatur  von 
etwa  30  °C  weniger  als  30  Minuten  beträgt. 

45 
9.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  das  innerhalb  der  Periode  ti  entste- 
hende  Gemisch  aus  Wasserdampf  und  flüchtigem 
Bindemittel  nach  dem  zumindest  teilweisen  Rekon- 

50  ditionieren  abgesaugt  und/oder  einer  Entsorgung 
zugeführt  wird. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Platten  ungeschnitten  als  konti- 

55  nuierlich  erzeugtes,  heißverpresstes  Band  den 
Kühlprozeß  durchlaufen. 

11.  Verfahren  nach  Anspruch  1  und  10,  dadurch 
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gekennzeichnet,  daß  das  Band  nach  dem  Heiß- 
verpressen  und  vor  dem  Wasserintensivkühlen  zu 
Platten  geschnitten  wird. 

12.  Verfahren  nach  Anspruch  1  und  10,  dadurch  s 
gekennzeichnet,  daß  das  Band  nach  dem  Was- 
serintensivkühlen  zu  Platten  geschnitten  wird. 

13.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Kühlprozeß  in  10 
Verbindung  mit  wenigstens  einer  Plattenwendeein- 
richtung  ausgeführt  wird. 

14.  Anlage  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach 
Anspruch  1,  wonach  insbesondere  Holzspanplat-  is 
ten  oder  Faserplatten,  mit  einer  kontinuierlich  oder 
diskontinuierlich  arbeitenden  Plattenpresse  (2),  mit 
einem  der  Plattenpresse  (2)  nachgeordneten  Plat- 
ten-Transportmittel  (3)  und  mit  wenigstens  einer 
Kühlstrecke  (4),  durch  welche  die  Platten  (1)  in  20 
einer  Transportebene  (6)  auf  dem  Transportmittel 
(3)  laufen  sowie  mit  Mitteln  (5)  zum  Steuern  und 
Regeln  des  Kühlprozesses,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Kühlstrecke  (4)  aus  wenigstens 
einer  ersten  Kühleinrichtung  (4a),  aus  wenigstens  25 
einer  der  ersten  Kühleinrichtung  (4a)  nachgeordne- 
ten  zweiten  Kühleinrichtung  (4b)  und  aus  einer 
Rekonditionierungszone  besteht. 

15.  Anlage  nach  Anspruch  14,  dadurch  gekenn-  30 
zeichnet,  daß  die  Rekonditionierungszone  zwi- 
schen  der  ersten  Kühleinrichtung  (4a)  und  der 
zweiten  Kühleinrichtung  (4b)  integriert  ist. 

16.  Anlage  nach  Anspruch  14,  dadurch  gekenn-  35 
zeichnet,  daß  die  Rekonditonierungszone  die  erste 
Kühleinrichtung  (4a)  und  die  zweite  Kühleinrich- 
tung  (4b)  umfaßt. 

17.  Anlage  nach  Anspruch  14,  dadurch  gekenn-  40 
zeichnet,  daß  die  erste  Kühleinrichtung  (4a)  eine 
mit  Kühlwasser  betriebene  Einrichtung  ist. 

18.  Anlage  nach  Anspruch  14,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  zweite  Kühleinrichtung  (4b)  eine  45 
mit  Kühlluft  betriebene  Einrichtung  ist. 

19.  Anlage  nach  Anspruch  14,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  erste  Kühleinrichtung  (4a)  aus 
wenigstens  einer  Reihe  oberhalb  und  einer  Reihe  so 
unterhalb  und  quer  zur  Transportebene  (6)  ange- 
ordneter  Wasser-Sprühdüsen  (7)  besteht. 

20.  Anlage  nach  Anspruch  14,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  erste  Kühleinrichtung  (4a)  aus  55 
wenigstens  einem  in  die  Transportebene  (6)  einbe- 
zogenen  Wasserbad  (8)  besteht. 

21.  Anlage  nach  Anspruch  14  und  20,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  erste  Kühleinrichtung 
(4a)  aus  wenigstens  einem  Kühlwalzenpaar  (9) 
besteht,  wobei  die  eine  Walze  (9a)  unterhalb  der 
Transportebene  (6)  in  einem  Behälter  (17)  ange- 
ordnet  ist  und  die  andere  Walze  (9b)  achsparallel 
zu  der  unterhalb  der  Transportebene  (6)  angeord- 
neten  Walze  (9a)  oberhalb  der  Transportebene  (6) 
angeordnet  und  als  Kühlwalze  mit  Düsenbesprü- 
hung  ausgebildet  ist. 

22.  Anlage  nach  Anspruch  14,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  erste  Kühleinrichtung  (4a)  aus 
einem  unterhalb  und  einem  oberhalb  der  Transport- 
ebene  (6)  angeordneten  und  indirekt  gekühltem 
Endlosstahlband  (1  0;1  1)  besteht. 

23.  Anlage  nach  Anspruch  22,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zwischen  jedem  Endlosstahlband 
(10;11)  wenigstens  eine  von  Kühlmittel  durchflos- 
sene  Kühltasche  (10b;1  1b)  angeordnet  ist. 

24.  Anlage  nach  Anspruch  14,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  zweite  Kühleinrichtung  (4b)  aus 
wenigstens  einer  Reihe  erster  oberhalb  und  aus 
wenigstens  einer  Reihe  zweiter  unterhalb  der 
Transportebene  (6)  sowie  quer  zur  Transportebene 
(6)  vorhandener  Luftdüsenanordnungen  (12;  13) 
besteht. 

25.  Anlage  nach  Anspruch  14,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  zweite  Kühleinrichtung  (4b)  ein- 
oder  mehretagig  ausgebildet  ist. 

26.  Anlage  nach  Anspruch  24,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  zweite  Kühleinrichtung  (4b) 
direkt  mit  wenigstens  einem  externen  Kühlluftventi- 
lator  (14)  in  Verbindung  steht  oder  daß  wenigstens 
ein  Wärmetauscher  (15)  zum  indirekten  Kühlen  der 
Kühlluft  vorgesehen  ist. 

27.  Anlage  nach  den  Ansprüche  14  bis  26,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Mittel  zum  Steuern  und 
Regeln  des  Kühlprozesses  aus  wenigstens  einer 
nach  jeder  Kühleinrichtung  (4a,4b)  angeordnete 
Messeinrichtung  (5)  bestehen. 

28.  Anlage  nach  Anspruch  14,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Kühlstrecke  (4)  aus  der  ersten 
und  aus  der  zweiten  Kühleinrichtung  (4a,4b) 
besteht,  wobei  die  zweite  Kühleinrichtung  (4b)  par- 
allel  zur  ersten  Kühleinrichtung  (4a)  angeordnet  ist. 
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